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COMPOSITION SILICONE RETICULABLE EN GEL ADHESIF 

Le domaine de la presente invention est celui des compositions a base de 
polyorganosiloxanes (POS) aptes a reticuler par des reactions d'addition ou 
5 d'hydrosilylation, faisant intervenir des substituants hydrogenes et des radicaux 
ethyleniquement insatures, c'est-a-dire des alcenyles en particulier du type vinyle. 
Lhydrosilylation est generalement catalysee par des composes metalliques, par 
exemple de nature platinique. 

La presente invention concerne plus precisement des compositions silicones 
10 reticulables en gel adhesif par hydrosilylation, a temperature ambiante ou par 
elevation de temperature. L'invention vise enfin les systemes precurseurs 
stockables de tels gels silicones. 

Au sens de la presente invention, le terme gel silicone designe un produit 
silicone reticule caracterise par un taux de penetration compris par exemple entre 
20 a 500 dixiemes de mm (mesure par penetrometrie ASTM D 2137, poids de la 
tige et du cone : 62,5 g). 
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Les gels silicones sont traditionnellement.obtenus par reticulation d'une 
composition comprenant un polyorganosiloxane porteurd'au moins deux 
fonctions vinyles par molecule, un polyorganohydrogenosiloxane porteur d'au 
moins deux fonctions SiH par molecule, un polyorganosiloxane non fonctionnalise 
et un catalyseur d'hydrosylilation a base de platine. Ces gels silicones mi-solides 
mi-liquides sont traditionnellement utilises pour la protection de materiels 
electroniques sensibles aux vibrations, aux chocs, a la temperature et de maniere 
plus generate aux agressions physiques et chimiques de Tatmosphere ambiante. 
Pour leur mise en oeuvre dans cette application, les gels silicones encapsulent 
les composants electroniques fPotting"). Les gels silicones sont aussi utilises 
comme materiau medical de base, notamment pour Telaboration de prothese, 
implants ou de pansements. lis sont aussi utilises comme adhesif, pour autant 
30 que leurs proprietes adherentes soient significatives et comme materiau 
amortisseur de choc. 
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Pour toutes ces applications, les proprietes physiques de ces gels sont 
adaptees suivant I'utilisation en faisant varier les taux de motifs siloxyles porteurs 
35 de fonctions Si-vinyle et SiH. 

Cependant, un des problemes majeurs de ce type de gels silicones est le 
maintient dans le temps des proprietes physiques, telles que la viscoelasticite, du 
notamment a la faible integration dans la matrice reticulee du 
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polyorganosiloxanne non fonctionnalise, qui de ce fait est facilement extractible 
par lixiviation entramant une deterioration des performances du gel comme par 
exemple les proprietes d'adhesion. C'est pour cette raison que traditionnellement 
ces gels sont obtenus a partir de composition comprenant un fort pourcentage en 
poids de polyorganosiloxane non fonctionnalise, de Tordre de 50% en poids par 
rapport au poids total des constituants afin de pouvoir optimiser les proprietes 
viscoelastiques notamment pour des applications telles que la fabrication de 
protheses. De plus, des proprietes adhesives sont souvent recherchees pour des 
utilisations specifiques comme par exemple dans le domaine medical ou 
paramedical avec des applications de type pansements. 

On connaTt de la demande de brevet europeen n° 532 362 des compositions 
de gel silicone comprenant : 

A - un polyorganosiloxane comprenant de 90 a 97 % molaire de motifs D = 
R(CH3)Si02/2, 0,1 a 2,5 % molaire de motifs T = R S1O3/2, et 0,1 a 4 % molaire de 
motifs terminaux M = (CH 3 R)SiOi/2 avec R = methyle, phenyle ou CF3CH2CH2-, et 
avec la condition selon laquelle ces deux derriiers groupements R represented 
0,5 a 10 % molaire du total des groupements R ; 

B - un polyhydrogenoorganosiloxane comprenant au moins un SiH par 
molecule et determinant un ratio SiH/SiVi compris entre 0,5 et 1,5, et 

C - un catalyseur a base de platine. 

La quete d'une autoadherence pour les gels silicones n'a pas ete le moteur 
de Tinvention decrite dans cette demande. Le POS B hydrogene peut etre 
constitue par un POS du type poly(dimethylsiloxy)a,o>(dimethylhydrogenosiloxy) 
et eventuellement par un POS du type 

poly(dimethylsiloxy)(methyl^ 

Dans cette demande, seuls sont exemplifies les melanges, d'une part, de 
POS a,a>-vinyle et phenyle substitues, et d'autre part de POS hydrogenes dans 
les chames et aux extremites de celles-ci. La viscosite des POS A mis en oeuvre 
est de Tordre de 1000 mPa.s, tandis que celle des POS B utilisees pour la 
preparation des gels, est de Tordre de 100 mPa.s. La presence de motifs T 
(S1O4/2, resine) presentes comme promoteurs de stabilrte physique des gels a 
basse temperature, est une des caracteristiques essentielles de cette proposition 
technique anterieure. Enfin, il est a souligner qu'il n'est nullement fart allusion au 
maintient des proprietes physiques dans le temps du gel ou de quelconques 
proprietes adhesives des gels consideres. 
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Dans cet etat de connaissance, Tun des objectifs essentiel de la presente 
invention est de foumir des compositions silicones reticulables en gel par 
hydrosilylation, lesdites compositions se devant de conduire a des gels silicones 
doues pour le moins des qualites attendues dans les produits de I'art anterieur a 
5 savoir : amortissement, Vitesse rapide de reticulation et faisabilrte industrielle. Ces 
qualites recherchees dans le cadre de 1'invention se doivent en outre d'etre 
meilleures que celles obtenues jusqu'alors. Enfin et surtout, on vise a atteindre 
des gels silicones presentant des proprietes d'adherence (d'auto-adherence) 
ameliorees, lesquelles sont particulierement souhaitables notamment dans les 
10 applications des gels pour les applications medicales et paramedicales, telles que 
des pansements, pour ne titer qu'elles. 

La Demanderesse a mis en oeuvre d'importants moyens de recherche et de 
nombreuses experimentations pour atteindre cet objectif parmi d'autres. Et au 
15 terme de cela, e|le a eu le merite de trouver, de maniere tout a fait surprenante et 
inattendue, qu'il convient d'introduire dans une composition standard, apte a 
reticuler pour former un gel silicone, un polyorganosiloxane monofonctionnel 
porteur d'un seul groupement Si-alcenyle par molecule. 

Un autre objectif de ['invention est de foumir des gels ayant des proprietes 
physiques stables dans le temps, c'est-a-dire un gel ne presentant pas une 
degradation de ses proprietes physique par lixiviation du polyorganosiloxanne non 
fonctionnalise. 

Un autre objectif incident de I'invention est de foumir une composition 
silicone precurseur de gel adhesif, qui soft simple a preparer, economique, stable 
au stockage, et qui soit aise a utiliser pour I'utilisateur final, qui applique la 
composition juste avant qu'elle se transforme en gel in situ. 

Un autre objectif incident de I'invention est de foumir un systeme precurseur 

composition du type de celle decrite ci- 
dessus ; ledit systeme se devant d'etre une forme stable au stockage et facile a 
manipuler et a utiliser pour la preparation du gel. 

Un autre objectif incident de I'invention est de fournir des applications de la 
composition ci-dessus et du gel dont elle peut £tre a I'origine, 

- a titre de moyens d'encapsulation et de protection d'unrtes electroniques 
("Potting" i.e. immersion ou bien encore revetement ou gainage). 

- a titre de materiaux medicaux utiles, par exemple, pour la fabrication d'implants, 

de protheses, de ciment d'assemblage ou bien encore pour la fabrication 

d'articles orthopediques ou paramedicaux (pansements), 

- a titre de mortier et/ou de mastic d'etancherfication, 
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- et enfin a titre d'adhesif. 

Tous ces objectife, parmi d'autres, sont atteints par la presente invention qui 
concerne une composition silicone reticulable en gel adhesrf par hydrosilylation, 
5 caracterisee en ce qu'elle est constitute essentiellement de: 
(A) - au moins un polyorganosiloxane POS (I) comportant : 

a) des motifs siloxyles terminaux de type M = (R) 2 (H)Si0 1/2 
dans lesquels les radicaux R, identiques ou differents, correspondent a un 
groupement alkyle lineaire ou ramifie en C1-C6, eventuellement substitue 

10 et/ou aryle substitue ou non, et 

b) des motifs siloxyles, identiques ou differents, de type D = (R 1 ) p (H) q Si02/ 2 
dans lesquels les radicaux R 1 repondent a la meme definition que R et p= 1 
ou 2, q= 0 ou 1 et p + q= 2 ; 

avec la condition sefon laquelle le polyorganosiloxane POS (I) comprend au 
15 moins deux radicaux SiH par molecule ; 

(B) - au moins un polyorganosiloxane POS (II) comportant : 

a) des motifs siloxyles terminaux de type M = (X) s (R 2 )tSiOi/2 
dans lesquels les radicaux R 2 repondent a la meme definition que R, les 
radicaux X correspondent a des groupements alcenyles ayant de 2 a 6 
atomes de carbone, de preference des groupements vinyles, s = 0 ou 1 , t= 2 
ou 3 et s+ t = 3 ; et 

b) des motifs siloxyles, identiques ou differents, de type D = (X) u (R 3 ) v Si02/2 
dans lesquels les radicaux R 3 repondent a la meme definition que R, les 

25 radicaux X correspondent a des groupements alcenyles ayant de 2 a 6 

atomes de carbone, de preference des groupements vinyles, u= 0 ou 1, v =1 
ou 2 et u+ v = 2, 

avec la condition selon laquelle le polyorganosiloxane POS (II) comprend au 
moins deux radicaux X par molecule ; 
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(C) - au moins un polyorganosiloxane monofonctionnel POS (III) essentiellement 
lineaire, ayant moins de 2 % molaire de motif T= RSi0 3 /2 , de preference moins de 
1 ,5 % et encore plus preferentiellement moins de 1 % molaire de motif T= RSi0 3/2 
et comportant par molecule un groupement alcenyle (X) ayant de 2 a 6 atomes de 
35 carbone directement lie a un atome de silicium, de preference un groupement 
vinyle directement lie a un atome de silicium, ledit POS (III) comprenant : 
a) des motifs siloxyles terminaux, identiques ou differents, de type 
M = (X)w(R 4 ) x Si0 1/2 
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dans lequel les radicaux R 4 repondent a la meme definition que R,w=0ou 
1, x= 2 ou 3 et w+ x = 3 ; et 

b) au rnoins un motif siloxyle D = (X) y (R 5 ) 2 Si02« 

dans lequel les radicaux R 5 repondent a la meme definition que R, y= 0 ou 
1, z=1 ou 2 ety+z= 2, 

(D) - une quantite efficace d'au moins un catalyseur de reaction d'hydrosilylation 
et 

(E) - eventuellement au moins un polyorganosiloxane non fonctionnalise POS 

(IV) comportant : 

a) des motifs siloxyles terminaux de type M = (R 6 ) 3 Si0 1/2 

dans lesquels les radicaux R 6 repondent a la meme definition que R, et 

b) des motifs siloxyles, identiques ou differents, de type D = (R 7 ) 2 Si02c 
dans lesquels les radicaux R 7 repondent a la meme definition que R ; 

avec la condition selon laquelle la quantite des constituents (A),.(B), (C) et (E) est 
choisie de maniere a ce que le rapport molaire r des atomes d'hydrogene lies au 
silicium aux radicaux alcenyles (X) lies au silicium sort compris entre 0,2 :1 et 5 1 
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La mise en oeuvre de ces POS specifiquement selectionnes permet 
d'obtenir des gels silicones aux proprietes ameliorees, dont certaines vont etre 
25 enoncees ci-apres. 

Tout d'abord la Vitesse de reticulation de ces gels est elevee, ce qui repond 
aux exigences de faisabilite et de rentabilite industrielle, notamment de 
I'application "Potting" de composants electroniques sensibles. 

De plus, les proprietes viscoelastiques des gels prepares a partir des 
compositions selon Tinvention correspondent bien a I'etat mi-solide/mi-liquide 
recherche. Cet etat est propre a procurer des qualites d'amortissement idoines, 
qui permettent une parfaite absorption des chocs et des vibrations. 

Les gels obtenus ont, en outre, I'avantage d'etre stables dans le temps et a 
basse temperature Ousqu'a - 120°C), c'est-a-dire qu'ils maintiennent leurs 
proprietes physiques sans presenter une degradation des proprietes physiques 
par lixiviation du polyorganosiloxanne non fonctionnalise. 

II est a souligner que ces qualites sont acquises aux compositions et aux 
gels selon I'invention, nonobstant la non-presence obligatoire de POS 
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comprenant des motifs T, ce qui va a I'encontre de I'enseignement de I'art 
anterieur. 

Enfin et surtout, Tun des grands interets des compositions de I'invention est 
qu'elles conduisent a des gels silicones adherents ou auto-adherents necessaire 
5 a des applications paramedicales telles que par exemple les pansements. 

II est important de noter que ce gain d'adhesion ne se fait pas au detriment 
des autres proprietes des compositions et des gels de I'invention. 

De preference, la quantite des constituants (A), (B), (C) et (E) est choisie de 
10 maniere a ce que le rapport molaire r des atomes d'hydrogene lies au silicium aux 
radicaux alcenyles (X) lies au silicium sort compris entre 0,5 :1 et 1,5 :1, et encore 
plus preferentiellement egale a 1 :1. 

De preference, le catalyseur de reaction d'hydrosilylation est a base de 
platine. 

» 

15 En pratique, les POS (I) plus volontiers mis en oeuvre sont les 

polyorganosiloxanes de type poly(dimethylsiloxy)(siloxymethylhydrogeno)-a,o>- 
(dimethylhydrogenosiloxy) et les polydimethylsiloxanes-a.a,- 

(dimethylhydrogenosiloxy). Ces POS (I) sont des produits commerciaux comme 
par exemple les produits de la gamme des RHODORSIL® 626V ; RHODORSIL® 
620V et RHODORSIL® 628V de la societe RHODIA, et sont largement divulgues 
tant en ce qui conceme leurs structures que leurs syntheses dans la litterature 
technique. 

D'une maniere preferee, le POS (I) est sensiblement lineaire, c'est-a-dire 
qu'il comporte moins de 2% de motif RS1O3/2 , et possede une viscosite 
5 dynamique inferieure ou egale a 10000 m.Pa.s, de preference a 6000 mPa.s et 
encore plus preferentiellement comprise entre 5 et 5000 mPa.s. 

Selon une autre variante, le % en poids de groupes reactifs hydrogenes, lies 
directement a un atome de. silicium, est compris entre 1 et 35%. 

D S'agissant du POS (II), les plus volontiers mis en oeuvre sont des 

polydimethylsiloxanes a,a> (dimethyvinylsiloxy) ou des polyorganosiloxanes de 
type poly(dimethylsiloxy) (methylvinylsiloxy) a.to (dimethylvinylsiloxy). 

Ces POS (II) sont des produits commerciaux comme par exemple les 
produits de la gamme des RHODORSIL® 621V de la societe RHODIA, et sont 
largement divulgues tant en ce qui conceme leurs structures que leurs syntheses 
dans la litterature technique. 

D'une maniere preferee, le POS (II) est sensiblement lineaire, c'est-a-dire 
qu'il comporte moins de 1% de motif RSiO^ , et possede une viscosite 
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dynamique inferieure ou egale a 200 000 m.Pa.s, de preference a 170 000 mPa.s 
et encore plus preferentiellement comprise entre 20 et 165 000 mPa.s. 

Selon une autre variante, le % en poids de groupes reactifs alcenyles lies 
directement a un atome de silicium, est compris entre 0,025 % et 3%. 

5 

S'agissant du POS (III) monofonctionnel, le groupement alcenyle 
directement lie a un atome de silicium est soft en bout de chaine, porte par un 
motif siloxyle de type M, sort pendant, c'est-a-dire porte par un motif siloxyle de 
type D. Les plus volontiers mis en oeuvre sont les polyorganosiloxanes 
10 monofonctionnels comme les (dimethylvinylsiloxy)-polydimethylsiloxanes ou les 
polyorganosiloxanes de type poly(dimethylsiloxy)- (methylvinylsiloxy)-a,(D 
(trimethylsiloxy). 

Ces POS (III) sont des produits commerciaux comme par exemple les 
produits de la gamme Silopren® TP 3354 ou Silopren® TP 3608 de la societe GE 
15 Bayer. 

D'une maniere preferee, le POS (III) possede une viscosite dynamique 
inferieure ou egale a 150 000 m.Pa.s et de preference comprise entre 20 et 
100 000mPa.s. 

20 S'agissant du POS (IV) non fonctionnalise, les plus volontiers mis en ceuvre 

sont des huiles pdlydimethylsiloxanes-a,©-(trimethylsiloxy) ou PDMS. Ces POS 
(IV) sont des produits commerciaux comme par exemple les produits de la 
gamme des RHODORSIL® 47V (par exemple 47V20, 47V100, 47V500, 47V500, 
47V12500 ou 47V30000) de la societe RHODIA, et sont largement divulgues tant 

25 en ce qui conceme leurs structures que leurs syntheses dans la litterature 
technique. 

D'une maniere preferee, le POS (IV) est sensiblement lineaire et possede 
une viscosite dynamique inferieure ou egale a 50 000 mPa.s, de preference 
comprise entre 20 et 40 000 mPa.s. 

30 

Le catalyseur (D) est un autre element important de la composition selon 
I'invention. II s'agit, de preference, d'un complexe organometallique du platine ou 
bien encore de I'un des catalyseurs a base de platine traditionnellement mis en 
oeuvre pour la catalyse de reactions d'hydrosilylation entre des groupes SiH et 
35 des groupes SiVi. A titre d'exemples, on peut citer le platine noir, I'acide 

chloroplatinique, un acide chloroplatinique modifie par un alcool, un complexe de 
I'acide chloroplatinique avec une olefine, un aldehyde, un vinylsiloxane ou un 
alcool acetylenique, entre autres. Le brevet US N° 2 823 218 divulgue un 
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catalyseur d'hydrosilylation du type acide chloroplatinique et le brevet US N°3 419 
593 est relatif a des catalyseurs formes par des complexes d'acide 
chloroplatinique et d'organosilicone du type vinylsiloxane. Des complexes de 
platine et d'hydrocarbures utiles comme catalyseur d'hydrosilylation sont 
5 divulgues par les brevets US N° 3 159 601 et 3 159 662. Le brevet US N ° 3 723 
497 decrit un acetylacetonate de platine et le brevet US N° 3 220 972 a pour objet 
des catalyseurs a base d'alcoolate de platine. 

Pour le composant (D), on entend par quantite efficace d'au moins un 
catalyseur de reaction d'hydrosilylation , la quantite suffisante pour amorcer la 
0 reaction d'hydrosilylation. Concernant la quantite catalytiquement efficace a 
mettre en oeuvre, il va de soi que I'homme du metier du domaine considere est 
parfaitement a meme de determiner la quantite optimale de catalyseur pour 
promouvoir la reaction d'hydrosilylation . Cette quantite depend notamment de la 
nature du catalyseur et des POS en cause. Pour fixer les idees on peut indiquer 
5 qu'elle sera comprise entre 0,001 et 0,5 % en poids par rapport au poids total de 
la composition. 

Pour ameliorer la stabilite au stockage de la composition selon I'invention et 
pour fournir aux utilisateurs une forme commercial aisement manipulate; il est 
prevu un systeme a au moins deux composants A et B comprenant les 
constituants (A), (B), (C) et eventuellement le constituent (E) de la composition 
silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation telle que definie selon 
I'invention, avec comme condition que le catalyseur de reaction d'hydrosilylation 
(D) sort separe du constituant (B). 

Pour simplifier ('utilisation, il est preferable de proposer un systeme bi- 
composant dont les proportions A : B sont comprises entre 10 :100 et 100 :10 et 
de preference entre 40 : 60 et 60 : 40, et encore plus preferentiellement de 50 : 50 
parties en poids environ. 



S'agissant de la preparation du gel, on peut preciser que la reticulation de la 
composition en gel intervient a la temperature ambiante ou apres chauffage a des 
temperatures comprises entre 50 et 200° C par exemple. Dans ce contexte, les 
durees de reticulation necessaires sont, par exemple, comprises entre quelques 
mn et 1 heure 30 mn. Le gel adhesif reticule obtenu a partir de la composition 
decrite ci-dessus forme un objet a part entiere de la presente invention. 

S'agissant des applications, la composition et le gel selon I'invention peuvent 
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etre utilises comme moyens amortisseurs de choc et de protection de 
composants electroniques ou analogues ("Potting"). La composition et/ou le gel 
peuvent ainsi etre verses dans un conteneur comprenant des elements 
electroniques sensibles montes sur un support quelconque, par exemple en 
5 resine epoxy. II s'agit en fait d'une immersion des elements fragiles dans la 
composition silicone. 

La composition et le gel peuvent egalement encapsuler des composes 
electroniques sensibles en vue de les proteger par d'autres moyens, par exemple 
10 par gainage de revetement. 

Compte tenu de ces proprietes adhesives particulierement significatives, le 
gel silicone selon I'invention peut aussi etre avantageusement utilise pour la 
preparation d'adhesrfs, de materiau medical, de preference du type de ceux 
entrant dans la constitution des implants, protheses, ciments ou analogues • de 
materiau paramedical, de produits d'etancheification, de mastics ou de produits 
d'assemblage. 

La presente invention concerne egalement, a titre de produits nouveaux : les 
adhesifs, les materiaux medicaux et paramedicauX, tels que par exemple les 
pansements, et les moyens amortisseurs de choc et de protection, les ciments 
mastics ou etancheificateurs realises a partir de ce gel silicone. 
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Dans ces applications, il est possible d'exploiter tout ou partie des proprietes 
avantageuses du gel et de la composition selon I'invention : grande Vitesse de 
reticulation, stabilite physique (viscoelasticite) a basse (jusqu'a - 120 °C) et a 
haute temperature, proprietes d'amortissement, qualite d'isolant notamment par 
rapport a I'air et a I'eau notamment, et enfin et surtout proprietes adhesives. 

S'agissant des applications, la composition et le gel selon I'invention peuvent 
etre utilises comme moyens amortisseurs de choc et de protection de 
composants electroniques ou analogues ("Potting"). La composition et/ou le gel 
peuvent ainsi etre verses dans un conteneur comprenant des elements 
electroniques sensibles montes sur un support quelconque, par exemple en 
resine epoxy. II s'agit en fait d'une immersion des elements fragiles dans la 
composition silicone. 

La composition et le gel peuvent egalement encapsuler des composes 
electroniques sensibles en vue de les proteger par d'autres moyens e.g. : gainage 
de revetement.... Compte tenu de ces proprietes adhesives particulierement 
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significatives, le gel silicone selon ('invention peut aussi etre avantageusement 
utilise pour la preparation : 

- d'adhesrfs, 

5 

- de materiau medical, de preference du type de ceux entrant dans la 
constitution des implants, protheses, ciments ou analogues; 

- de produits d'etancheification, de mastics, de composition de scellage, ou 
10 - de produits d'assemblage. 

L'invention concerne done egalement ('utilisation du gel adhesif reticule du 
systeme a au moins deux composants (A1) et (B1) selon l'invention ou de la 
composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon l'invention, 
15 dans le domaine : 

- des adhesifs, 

- des enduits, 

- des mastics d'etancheification, 

- de I'encapsulation et la protection d'unites electroniques, 

- des materiaux pour la fabrication d'implants et de protheses, 

- des amortisseurs de choc et de protection, 

- des ciments d'assemblage, et 

- des pansements. 

Les exemples non limitatifs qui suivent, montrent diverses possibilites de 
formulation des compositions selon l'invention ainsi que les caracteristiques et les 
proprietes des gels silicones obtenus par reticulation desdites compositions. 

EXEMPLES: 

Les compositions decrites se presentent sous forme bicomposante et la 
reticulation s'effectue apres melange de deux parties nommees A et B dans un 
rapport 50 /50. 

1) La liste ci-dessous decrit les matieres premieres utilisees dans les 
compositions des parties A et B de ce gel : 

• POS (I) = huile poly(dimethylsiloxy)(siloxymethylhydrogeno)-a,a)- 
(dimethylhydrogenosiloxy) ou I'huile poly(dimethy!siloxy)a,a) 
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(dimethylhydrogenosiloxy) de viscosite 10 mPa.s contenant environ 5 a 
10% en poids de groupements SIH. 

• POS (II) = huile polydimethylsiloxane a,© (dimethylvinylsiloxy) de viscosite 
300 mPa.s contenant environ 0, 1 % en poids de groupements vinyles 

• POS (III) monofonctionnel = huile (methylvinylsiloxy)polydimethylsiioxane-a 
,a>-(tnmethylsiloxy) de viscosite 300 mPa.s et contenant entre 0,5 et 0 13% 

en poids de groupement vinyle et contenant moins de 1% molaire de motif 
siloxyle T. 

• POS (IV) = huile polydimethylsiloxane a.a, (trimethylsiloxy) de viscosite 300 
mPa.s. 

• Catalyseur (V) = compJexe organometaflique du platine utilise comme 
catalyseur de reticulation ; les concentrations de ce catalyseur sont 
donnees en % en poids de Pt metal de degre d'oxydation = 0 par rapport a 
la masse totale de la composition 

2) Le tableau 1 decrit les concentrations de chacun de ces constants dans 
les parties A et B 



Tableau 1 : Constitution des compositions testees 



Composition 


I partie A 


1 partie B 


I Constituants 


I Concentration en poids (%) 


POS (I) [SiH] 




1 ^ 


POS (II) [ SiVi] 


[ 63 


J 63 


POS (III) [mono-SiViJ I 


25 | 


1 24 


POS (IV) [PDMS] 


12 j 


10 


Catalyseur (D) I 


0,01 




Viscosite mPa!s ( 


3500 | 


3500 ] 


Ratio SiH/SiVi f 


T7i T 


l7l 



3) Methodologie d'obtention des gels : 
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- Les gels sont prepares par simple melange des constituants des 
compositions, dans un reacteur agite et place a 25 °C. 

« 

4) Proprietes physiques et d'adherence du gel obtenu 
Tableau 2 . 



Reticulation 


A + B 


Comparatif 
Rhodorsil® RT gel 
8260 


module visqueux G", Pa 
module elastique G', Pa 


1700 
800 


920 
630 


Test de penetration (mm) 


170 


180 


Test d 'adhesion 


Tres collant 


collant 



Les proprietes viscoeiastiques G 1 et G M ont ete mesurees sur un rheometre 
Haake RS150 dans les conditions suivantes : 

- Temperature = 120° C ; 

- Balayage de frequence = 1 hertz ; 

Le test de penetration est effectue suivant un test analogue a la norme DIN 
ISO-2137 (poids du cone et de la tige : 62,5g). 

Le test d'adhesion consiste en une comparaison qualitative entre le gel 
comparatif (Rhodorsil® RT Gel 8260 vendu par la societe Rhodia) et le gel selon 
I'invention. 

Le gel obtenu presente une bonne stabilite dans le temps malgre un 
pourcentage en poids de polydimethylsiloxane de Tordre de 10% dans la 
composition (versus 50% pour les compositions standards). 

Ces resultats montrent bien que le gel obtenu a partir de la composition 
presente de bonnes proprietes physiques et une bonne aptitude a Tadherence. 
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REVINDICATIONS 



) 



1 - Composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation, caracterisee 
en ce qu'elle est constitute essentiellement de: 
(A) - au moins un polyorganosiloxane POS (I) comportant : 

a) des motifs siloxyles terminaux de type M = (R) 2 (H)Si0 1/2 
dans lesquels les radicaux R, identiques ou differents, correspondent a un 
groupement alkyle lineaire ou ramifie en C1-C6, eventuellement substitue 
et/ou aryle substitue ou non, et 

b) des motifs siloxyles, identiques ou differents, de type D = (R 1 ) p (H) q SiO^ 
dans lesquels les radicaux R 1 repondent a la meme definition que R et p= 1 
ou 2, q= 0 ou 1 et p + q= 2 ; 

avec la condition selon laquelle le polyorganosiloxane POS (I) comprend au 
moins deux radicaux SiH par molecule ; 

(B) - au moins un polyorganosiloxane POS (II) comportant : 

a) des motifs siloxyles terminaux de type M = (X) s (R 2 ) t SiOi/2 

dans lesquels les radicaux R 2 repondent a la meme definition que R, les 
radicaux X correspondent a des groupements alcenyles ayant de 2 a 6 
atomes de carbone, de preference des groupements vinyles, s = 0 ou 1 
t= 2 ou 3 et s+ 1 = 3 ; et 

b) des motifs siloxyles, identiques ou differents, de type D = (X) u (R 3 ) v SiO^ 
dans lesquels les radicaux R 3 repondent a la meme definition que R, les 
radicaux X correspondent a des groupements alcenyles ayant de 2 a 6 
atomes de carbone, de preference des groupements vinyles, u= 0 ou 1 , 

v =1 ou 2 et u+ v = 2, 

avec la condition selon laquelle le polyorganosiloxane POS (II) comprend au 
moins deux radicaux X par molecule ; 

(C) - au moins un polyorganosiloxane monofonctionnel POS (III) essentiellement 
lineaire, ayant moins de 2 % molaire de motif siloxyle T= RSi0 3/2 , de preference 
moins de 1 ,5 % et encore plus preferentiellement moins de 1 % molaire de motif 
T= RSiOa/z et comportant par molecule un groupement alcenyle (X) ayant de 2 a 6 
atomes de carbone directement lie a un atome de silicium, de preference un 
groupement vinyle directement lie a un atome de silicium, ledit POS (III) 
comprenant : 

a) des motifs siloxyles terminaux, identiques ou differents de type 
M = (X)4R 4 ) x Si0 1/2 
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dans lequel les radicaux R 4 repondent a la meme definition que R, w= 0 ou 
1, x= 2 ou 3 et w+ x = 3 ; et 

b) au moins un motif siloxyle D = (X) y (R 5 ) z Si02/2 

dans lequel les radicaux R 5 repondent a la meme definition que R f y= 0 ou 
1, 2=1 ou 2 ety+z=2, 

(D) - une quantite efficace d'au moins un catalyseur de reaction d'hydrosilylation 
et 



(E) -eventuellement au moins un polyorganosiloxane non fonctionnalise POS (IV) 
comportant : 

a) des motifs siloxyles terminaux de type M = (R 6 ) 3 SiOi/2 
dans lesquels les radicaux R 6 repondent a la meme definition que R, et 
15 b) des motifs siloxyles, identiques ou differents, de type D = (R 7 ) 2 Si02/2 

dans lesquels les radicaux R 7 repondent a la meme definition que R ; 

avec la condition selon laquelle la quantite des constituants (A), (B), (C) et (E) est 
choisie de maniere a ce que le rapport molaire r des atomes d'hydrogene lies au 
20 silicium aux radicaux alcenyles (X) lies au silicium soit compris entre 0,2 :1 et 5 :1. 



2 - Composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon fa 
revendication 1 dans laquelle le rapport molaire r est compris entre 0,5 :1 a 1,5 :1. 

25 

3 - Composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon Tune 
des revendications precedentes dans laquelle le rapport molaire r est de 1 :1. 

4- Composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon Tune 
30 des revendications precedentes dans laquelle les radicaux R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 f R 6 , 

R 7 et R 8 sont des groupements methyles. 

5- Composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon Tune 
des revendications precedentes dans laquelle le catalyseur de reaction 

35 d'hydrosilylation est a base de platine. 

6 - Composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon Tune 
des revendications precedentes dans laquelle : 
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- le POS (I) est sensiblement lineaire et possede une viscosite dynamique 
inferieure ou egale a 10000 m.Pa.s, de preference a 6000 mPa.s et encore plus 
preferentiellement comprise entre 5 et 5000 mPa.s; 

- le POS (II) est sensiblement lineaire et possede une viscosite dynamique 

5 inferieure ou egale a 200 000 m.Pa.s, de preference a 170 000 mPa.s et encore 
plus preferentiellement comprise entre 20 et 165 000 mPa.s.; 

- le POS (III) possede une viscosite dynamique inferieure ou egale a 150000 
m.Pa.s et de preference comprise entre 20 et 

100000 mPa.s ; et/ou 
10 - le POS (IV) est sensiblement lineaire et possede une viscosite dynamique 
inferieure ou egale a 50 000 mPa.s, de preference comprise entre 20 et 
40 000 mPa.s ; 

7- Systeme a au moins deux composants (A1) et (B1) comprenant les 
15 constituants (A), (B), (C), (D) et eventuellement le constituant (E) de la 

composition silicone reticulable en gel adhesif par hyd rosily lation selon Tune des 
revendications 1 a 6, avec comme condition que le catalyseur de reaction 
d'hydrosilylation (D) soit separe du constituant (B). 

20 8- Gel adhesif reticule obtenu par reticulation de la composition silicone 

reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon Tune des revendications 1 a 6 
ou par reticulation du systeme a au moins deux composants (A1) et (B1) selon la 
revendication 7. 



25 9- Utilisation du gel adhesif reticule selon la revendication 8, du systeme a au 
moins deux composants (A1) et (B1) selon la revendication 7 ou de la 
composition silicone reticulable en gel adhesif par hydrosilylation selon Tune des 
revendications 1 a 6 dans le domaine : 

- des adhesifs, 
30 - des enduits, 

- des mastics d'etancheification, 

- de I'encapsulation et la protection d'unites electroniques, 

- des materiaux pour la fabrication d'implants et de protheses, 

- des amortisseurs de choc et de protection, 
35 - des ciments d'assemblage, et 

- des pansements. 



